[image: image1.png]Figura 1.13: Circuito integrado com encapsulamento DIP. Figura 1.15: Circuito integrado com encapsulamento PQFP.

Figura 1.16: Circuito integrado com encapsulamento PGA.

Figura 1.14: Circuito integrado com encapsulamento PLCC.




[image: image2.png]Figura 1.17: Circuito integrado soldado & placa-me através da tecnologia SMT.




[image: image3.png]Figura 1.19: Encaixe de um circuito DIP em seu soquete. A marcagio de pino 1
do circuito dever4 coincidir com a mesma marcagio existente no soquete.



[image: image4.png]Figura 1.21: Encaixe de um circuito PGA em seu soquete,
respeitando a indicagdo de pino 1.




[image: image5.png]Figura 1.22: Exemplo de flat cable.
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Figura 1.23: Conexdo de flat cable; no caso, a conexio de um disco rigido.
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Figura 1.24: Jumper de configuragio.



[image: image7.png]Figura 1.25: DIP-switch,




